Positionierung und Priifverfahren

Wafer-Inspektion in nm-Prazision

Drei Schliisseltechnologien fiir die Inspektion von Wafern:
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Der konfokale Liniensensor Gocator 5512 ermaglicht unterschiedliche
Messverfahren fiir eine hochgenaue und effiziente Qualititskontrolle in
der Produktion oder im Labor. Bilder ©LMI und PEAK Metrology

Die Synergie aus konfokalem Lini-
enscan, 3D-Profiling und praziser
Positionierung sorgt fir eine effizi-
ente Fertigung ohne Kompromisse
in der Qualitatssicherung.

Hochprazise Messmethoden
unerlasslich

In der Elektronikproduktion sind
hochprazise Messmethoden uner-
lasslich, um die Qualitatsanforde-
rungen und Leistungsfahigkeit von
Bauteilen kontinuierlich sicherzu-
stellen. Jede noch so kleine Unre-
gelmaRigkeit an der Oberflache
des Wafers kann den gesamten
Prozess der Mikrochip-Produktion
gefahrden. Auch in den Bereichen
der Elektronikfertigung, wie der Lei-
terplattenbestiickung, der Herstel-
lung optischer Bauteile, als auch in
der Medizintechnik ist eine prazise
3D-Inspektion ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil.
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Als Partner fir High-End-Mess-
technik weil die jumavis GmbH,
dass erst das Zusammenspiel von
Hardware und Sensorik echte Prazi-
sion ermdglicht. Deshalb setzen wir
bei anspruchsvollen Anwendungen
auf die Prazision des PEAK Metro-
logy Positioniersystems mit dem
konfokalen Liniensensor Goca-
tor 5512. Diese Kombination sorgt
dafir, dass Ihre Qualitatskontrolle
nicht nur genauer, sondern auch
effizienter wird.

Grundlage fiir hochste Prazision

Das Positioniersystem von PEAK
Metrology ermdglicht ein auf den
Submikrometer genaues Arbeiten,
was eine wiederholgenaue 3D Mes-
sung an den relevanten Prifstellen
erst moglich macht. Umwelteinflisse
wie Vibrationen werden dabei effek-
tiv eliminiert, da der massive Granit-
tisch des Messsystems flir schwin-
gungsfreie Messvorgange sorgt. Die
kompletten Systemldsungen sind so
konzipiert, dass sie sowohl in der Fer-
tigung als auch im Labor betrieben

werden kdnnen. Die Software und
feinste Steuermechanismen sorgen
fir eine fehlerfreie Synchronisation
mit dem optischen Sensor, sodass
jede Messung unter idealen Bedin-
gungen durchgefiihrt wird. Ein ent-
scheidender Vorteil fiir Hersteller in
der Halbleiterindustrie ist die Kombi-
nation aus schwingungsfreier Hoch-
prazisionsmechanik und fortschritt-
licher Software-Technik. Durch das
X-Y-Stitching werden mehrere Bah-
nen gescannt und zu einem prézi-
sen Gesamtbild kombiniert, wah-
rend das Z-Stitching verschiedene
Schichthéhen zu einem detaillierten
3D-Bild vereint. Die kontinuierliche
Positionierung im Submikrometer-
bereich stellt sicher, dass alle Ober-
flachenbereiche ohne Verzerrungen
untersucht werden kdnnen und das
Objekt stets im Fokus des konfoka-
len Liniensensors bleibt.

Detaillierter Blick
auf die Oberflachenqualitat

Die konfokale Sensorik und das
optische Profiling sind zwei der
fortschrittlichsten Technologien
fur die Oberflachenanalyse in der
Wafer-Produktion. Diese Techniken
ermoglichen prézise 3D-Modelle
von Oberfléchen fiir die Erkennung
von Defekten oder UnregelmaRig-
keiten in mikroskopischen Dimensi-
onen mit einer Auflésung im Nano-
meterbereich.
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Die intelligenten Sensoren der
Gocator Serie 5500 verfligen Uber
eine einzigartige konfokale Bildver-
arbeitung mit LCI-Technologie. Das
System generiert in einem Schritt
sowohl 3D-Topographien, -Tomogra-
phien, als auch 2D-Intensitatsdaten.

+ LCI (Line Confocal Imaging)

verwendet fokussiertes Licht, um
hochauflosende Bilder von Oberfla-
chen in verschiedenen Tiefen zu
erzeugen. Dadurch werden Feh-
ler in den Schichten eines Wafers
identifiziert, welche die Funktion-
alitét des fertigen Mikrochips beein-
trachtigen kénnten.

+ Optisches Profiling

hingegen nutzt die Tiefendiskrimi-
nierung von fokussierten Lichtwellen,
um Oberflachen in 3D zu rekonstru-
ieren und selbst kleinste Struktur-
anomalien im Mikro- und Nanobereich
darzustellen, die fiir den Fertigungs-
prozess von groler Bedeutung sind.

Vorteile der Kombination
von Positionierung, konfokalem
Linien-Scanning und Profiling

1. Maximale Prazision

Die hochgenaue Positionierung
ermdglicht es, alle relevanten Ober-
flachenbereiche prazise zu vermes-
sen und exakt zu reproduzieren,
wodurch selbst winzigste Unregel-
maRigkeiten erkannt werden.

Bei der Material- und Oberflichenkontrolle miissen Fehlerquellen
in nm-Bereich sicher detektiert werden. Dementsprechend muss das
Zusammenwirken von Positioniersystem und High-End-Messtechnik
perfekt erfolgen
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Durch das X-, Y-, und Z-Stitching wird ein Gesamtbild des PCB aus
zahlreichen Einzelbildern zusammengefiigt. Mogliche Fehlerquellen
kdénnen damit zuverldssig detektiert werden

Der einzelne Microchip muss elektrisch und im Material fehlerfrei mit
dem Gehduse oder der Platine per Drahtbonden oder in Flip-Chip-Tech-
nologie (Lotkugeln/Bamps) verbunden werden. Die Qualitditskontrolle
erfordert hier sichere Detektionsauflosungen im nm-Bereich

2. Vermeidung von Messfehlern

Das Positioniersystem verhindert
Verzerrungen durch falsche Aus-
richtung und minimiert so Fehler-
quellen bei der Messung.

3. Optimierung
der Produktionsqualitat

Die kontinuierliche Uberwachung
der Oberflachenqualitat fihrt zu
einer hdheren Produktqualitat und
reduziert den Ausschuss.

4, Effizienzsteigerung

Das automatisierte Positionie-
ren spart Zeit und verbessert die
Effizienz des Fertigungsprozesses.

Der massive Granittisch eliminiert
Vibrationen und bietet schwin-
gungsfreie Messvorgdnge. Die
duBerst prizise Steuerung
ermaglicht die Positionierung der
Objekte im Submikrometerbereich
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5. Vielseitigkeit

Das Positioniersystem kann nicht
nur in der Wafer-Produktion, son-
dern auch in anderen Bereichen
der Elektronikfertigung eingesetzt
werden, wie der Bestlickung von
Leiterplatten oder der Herstellung
optischer Bauteile.

Fallbeispiele

In der Halbleiterindustrie hat sich
gezeigt, dass die Prézision in der
Wafer-Produktion durch den Einsatz
von solchen abgestimmten Syste-
men signifikant gesteigert werden
kann. In der Praxis konnten Oberfla-
chenfehler, die herkommliche Sys-
teme aufgrund mangelnder Stabili-
tat oder Auflésung ibersehen hat-
ten, friihzeitig erkannt und behoben
werden. Das Ergebnis ist eine redu-
zierte Fehlerquote bei einer gleich-
zeitig héheren Gesamtausbeute.

Auch in der allgemeinen Elek-
tronikfertigung wurden &hnliche
Erfolge erzielt. Bei der Bestlickung
von komplexen Leiterplatten verbes-
serte diese komplette Systemldsung
die Messgenauigkeit entscheidend
und eliminierte potenzielle Fehler-
quellen bei der Montage von Mikro-
schaltungen. Dies sichert die lang-
fristige Zuverlassigkeit der Endpro-
dukte und schiitzt vor kostspieligen
Reklamationen.

Fazit

Das Zusammenspiel aus der
aulerst fein gesteuerten Mechanik
von PEAK Metrology und der Sen-
sorik von LMI Technologies stellt
eine Schllsseltechnologie fiir die
moderne Elektronikfertigung dar.
Die stabile Positionierung im Sub-
mikrometerbereich bildet das not-
wendige Fundament fir die prazise
Arbeit des konfokalen Liniensensors

Gocator 5512. Der wirtschaftliche
Vorteil ist die kurze Amortisations-
zeit. Durch die Kombination aus
konfokaler Sensorik und optischem
3D-Profiling wird die Qualitatssiche-
rung auf ein neues Niveau geho-
ben. Unternehmen erhalten so ein
Werkzeug, um hochste Qualitéts-
standards zu erfiillen, den Aus-
schuss nachhaltig zu reduzieren
und Folgefehler zu vermeiden.
Fur den Anwender ergibt sich ein
erheblicher Mehrwert, weil diese
komplette Systemldsung eine hohe

Flexibilitdt in der schnellen Ver-
fahrensanpassung an verschie-
dene Produktvarianten ermdglicht.
Letztendlich fihrt dieser technolo-
gische Vorsprung zu einer signifi-
kanten Reduzierung der Gesamt-
kosten und einer hoheren Wettbe-
werbsfahigkeit in einem anspruchs-
vollen Marktumfeld. Die jumavis
GmbH bietet dem Anwender mit
seinen strategischen Partnerschaf-
ten synergetisches Know-how fir
effiziente Losungen in der Quali-
tatssicherung. <«

In-Circuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen fiir Flachbaugruppentest

> seit 1979 Testsysteme im Einsatz fur GroB-
serien, auch Inline, Kleinstserien, Instand-
setzung und Entwicklung

> schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche
Testprogrammerstellung

> grafische Fehlerortdarstellung, auch im
Boundary Scan-Test

> breites Spektrum an Stimulierungs- und Mess-
modulen (Eigenentwicklung)

> Feldbussysteme, Flash-
Programmierung, externe
Programmeinbindung

> Auswertung von Analog-/Digital-
anzeigen, Dotmatrix, LCD/LED, W
OLED,...

> CAD-Schnittstelle, ODBC-Schnitt-
stelle, Qualitdtsmanagement

> manuelle und pneumatische Prifadapter aus
eigener Entwicklung

> Prufadaptererstellung in einem halben Tag
mit Adapterkonstruktions- und Erstellungspaket

REINHARDT

System- und Messelectronic GmbH
Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. +49 8196 934100
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de




